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摘要(译)

提供了一种微LED转移方法，制造方法和装置。该微LED转移方法包
括：获得具有第一表面和第二表面的激光透明载体基板，所述第一表面
和第二表面具有微LED;在第一表面和第二表面以及接收基板的第三表面
中的至少一个上形成保护层，其中第三表面用于接收经由焊盘传输的微
LED;使微型LED转移到与第三表面上的焊盘接触;用激光从第一表面照射
待转移的微LED，以剥离待从载体基板转移的微LED，其中保护层配置
成保护第三表面免受激光的照射。
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